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　スマートフォンに代表されるスマートモバイル機器は，

いつでもどこでも使える利便性と何でもできる多機能性に

より，急速にわれわれの生活に入り込みライフスタイルを

変えていった。そしてハード面・ソフト面での機能強化・

通信速度の向上などにより，年率 50%という極めて高い成

長を続けている。国内携帯電話におけるスマートフォンの

販売比率は 80%を超え，先進国での普及は一巡した感はあ

るが，新興国での本格普及はこれからであり，まだまだ高

い成長が予測されている。残念なことに日本メーカはこの

分野において大きく出遅れ，圧倒的なシェアを海外メーカ

に奪われてしまったが，電子部品・実装技術においては，

日本メーカの影響力は大きなものがある。

　電子部品・実装技術委員会は，携帯電話・自動車・ヘル

スケア市場の発展に伴い急速に進歩を続ける受動部品・機

構部品など先端電子部品の商品・技術動向を情報収集・調

査し，また小型・薄型・軽量化や高性能化が加速する電子

機器の高密度実装のあるべき姿と将来方向を探求し，今後

の業界の発展へとつなげることを目的に活動している。昨

年度は，YJC（よこはま高密度実装技術コンソーシアム）・

ASET（技術研究組合　超先端電子技術開発機構）・溶接協

会との協賛や協力の元，「半導体 3Dインテグレーション技

術の最新動向」「第 2世代 Pbフリーはんだ微細接合および

その信頼性」「パワーエレクトロニクス実装技術最前線」な

どの公開研究会を開催し，多くの方々に参加いただいた。

今年度から新たにプリンタブルデバイス実装技術研究会を

仲間に加え，先進実装・電子部品研究会と 2研究会体制で

の活動を開始した。新たなメンバーが加わったことによ

り，委員会活動がより一層活発化することを期待している。

　今回の特集では，スマートモバイル機器を支える部品・

実装技術の紹介を企画した。まず最初の「タッチパネル技

術の更なる進化に向けて」では，高導電性と高光透過率を

両立した透明導電性フィルム技術について，続いて「モバ

イル機器の先端実装プロセス技術」では，内蔵基板などさ

まざまな基板への実装技術，薄型部品実装のポイントにつ

いて，続いて「スマートフォン向けビルドアップ配線板の

技術動向」では，材料・層構成・デザインルール・部品内

蔵など高密度配線板の技術動向について，最後に「コンデ

ンサやインダクタの小型化・薄型化動向とその要素技術」

では，積層コンデンサの薄型化・大容量化に必要な薄層化

技術，インダクタの種類とそれぞれの要素技術について解

説いただく。スマートモバイル機器を支える部品・実装技

術の動向やポイントを知っていただく一助となれば幸いで

ある。

　最後に，本特集にあたり企画・編集に協力いただいた電

子部品・実装技術委員会の皆様，執筆いただいた著者の

方々に心からお礼申し上げます。
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